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一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔

细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况

□适用 √不适用

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以96,163,144股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红

股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称 港通医疗 股票代码 301515

股票上市交易所 深圳证券交易所

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

姓名 陈兴根 陈丽佳

办公地址

四川省成都市简阳市凯力威工业大

道南段356号

四川省成都市简阳市凯力威工业大

道南段356号

传真 028-27125630 028-27125630

电话 028-27126673 028-27126673

电子信箱 gtzb@gtjt.com gtzb@gtjt.com

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司是一家现代化的医疗器械研发制造及医疗专业系统整体方案提供商，致力于解决医用气体供应及医疗感染问题，为各类医

疗机构提供安全、稳定、高效、智能的生命支持系统和生命支持区域，主营业务为医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统的研发、

设计、制造、集成及运维服务。

在医用气体装备及系统方面，公司主要向客户提供成套设备，包括医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、医用空气集中供应系

统、医用气体报警系统、医用分子筛制氧系统等Ⅱ类医疗器械及其他成套设备。在医用洁净装备及系统方面，公司集成净化空调系统、

电气系统、智能控制系统及相关设备，主要应用于医院手术部、ICU、负压隔离病房等区域。 长期以来，公司专注于相关领域的研发和

拓展，2021年3月公司成为国内首家通过国家药监局医用二氧化碳药用辅料关联审评审批的企业，实现行业突破。

公司坚持“诚信为本、创新为魂”的企业宗旨，秉承“品质第一、客户至上、技术创新” 的企业经营理念和“开发新特产品、争创产

品名牌、竭诚服务顾客、创建百年港通”的质量方针。 经过多年发展，公司的产品和服务得到了客户、行业协会及各级政府等的广泛认

可。

（二）主要产品及用途

公司主营业务为医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统的研发、设计、制造、集成及运维服务，主要产品和服务的情况如下：

产品或服务 服务内容

医用气体装备及系统

为客户提供医用气体装备及系统的研发、设计、制造、安装及调试等的整体方案。医用气体装备及系统将医用气

体制取、储存并输送至住院病房、手术室、治疗室、抢救室、ICU等，供医疗使用。

医用洁净装备及系统

为客户提供医用洁净装备及系统的研发、设计、制造、安装等的整体方案。医用洁净装备及系统采用现代空气洁

净技术，为以手术室为核心的医用洁净空间提供符合洁净等级要求的环境。

医疗设备及其他产品销售 单独向客户销售医疗设备、部件、医用二氧化碳药用辅料等产品。

运维服务 为客户提供医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统的维修、保养和升级改造等服务。

公司具备较强的医疗设备制造能力，广泛应用于医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统，主要包括医用中心供氧系统、医用

中心吸引系统、医用空气集中供应系统、医用气体报警系统、医用分子筛制氧系统、医用真空负压机、电动液压手术台、手术无影灯等

医疗器械和医用液氧贮罐、医用气体终端、医用气密门等其他医疗设备。

1、医用气体装备及系统

医用气体装备及系统是指制取、储存并通过管道集中向病人或医疗设备输送医用气体的正压系统装置，和排除病人体液、治疗用

液体、污物、废气的负压系统装置。集中供应与管理的医用气体装备及系统又称为生命支持系统，由医用气体供应源制取或储存，并经

医用气体管道集中供应，输送至住院病房、手术部、ICU、治疗室、抢救室等，用于维系危重病人生命、减轻病人痛苦、促进病人康复、改

善医疗环境、驱动多种医疗器械工具等，具有非常重要的作用。

2、医用洁净装备及系统

在医用洁净装备及系统大规模应用前，医疗机构主要依靠消毒液、紫外线灯等方式控制医院感染。医用洁净装备及系统采用现代

空气洁净技术，组织科学的气流形式，使医用洁净单元（主要包括手术部、重症监护病房、特殊病房、中心供应室、配药中心、检验科、

生殖中心、各类实验室等）的温度、湿度、洁净度、细菌浓度、静压差、气流截面风速或循环换气次数、新风量、循环送风量、噪音等主要

指标符合相应洁净等级的要求，为医院提供洁净的手术环境，从而提高手术质量、降低术后感染率。

医用洁净装备及系统采用空气污染全面控制技术，从术前、术中、术后全过程各个环节全面控制空气污染，主要净化措施包括：①

合理的平面布局，遵循洁污分流、功能流程短捷的原则，医护人员、病人、洁净物品及污物走向科学合理，尽量减少交叉感染；② 通过

净化空调系统将空气处理到符合规范要求的温度、湿度、洁净度（含尘量和含菌量）等技术指标，再送入净化区域内；③ 通过设计的

新风量与排风量，以维持不同洁净区的压力梯度，保证符合要求的气流方向。

3、医疗设备及其他产品销售

长期以来，公司与大量医疗机构建立了良好的合作关系，密切关注客户需求。 公司围绕医用气体装备及系统、医用洁净装备及系

统及其周边需求，向客户单独销售医疗设备、部件、医用二氧化碳等产品。

4、运维服务

运维服务是公司在医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统实施过程中，根据医院实际需求而提供的相关设备的维修、保养和

升级改造服务等。公司具有专业维保团队，可以向用户提供全天候的系统运行保障，日常巡视巡检、定期更换易损件、动态监测系统运

行状态、提前补充工作介质、预防运行故障、培训操作人员和应急维修人员，确保系统长期稳定运行。

公司开发了港通云监测平台，并取得相关软件著作权，运用先进的物联网技术、楼宇自动化技术、在线云监测技术等，为医院提供

一套先进的医疗设备实时监控方案。医疗设备在线集中监控系统包括本地集中监控中心和在线监测平台两部分，两者相对独立，分别

实现对医用设备的本地监控和物联网远程监测。

本地集中监控中心具备优化的监控界面、完善的报警机制、方便的报表系统、严谨的用户权限管理等功能，为设备正常运行保驾

护航。 在线集中监测平台则把本地集中监控中心的功能扩展到互联网，通过丰富的终端设备实现对现场设备的监测和智能管理。 目

前，接入港通云监测平台的机构包括广州市第八人民医院、四川大学华西第二医院、北京大学第一医院和西安交通大学第一附属医院

等大型知名三甲公立医院。

（三）公司的经营模式

1、业务模式

医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统的客户主要是各级医疗卫生机构和工程总包公司等。 公司业务以项目为单位进行管

理，主要通过招投标方式承接项目，少数项目通过与客户直接进行商务洽谈获取业务。

在业务承接阶段，公司根据项目论证情况，决定是否参与投标，并组织投标及组建团队。项目中标后，公司技术部门根据招投标要

求、项目现场实际情况等，进一步深化方案设计；并根据国家规范及合同要求，进行详细的施工图设计、核心产品设计。

医用气体装备及系统项目在实施阶段，按照相关法律法规及项目计划等，公司相关部门进行原材料及零部件采购、成套设备制

造、安装及医疗器械合格证发放。

医用洁净装备及系统项目在实施阶段，根据项目技术方案，公司相关部门执行采购计划及配套设备生产。 同时，项目经理组织项

目现场实施完成各子系统的集成安装及调试。 现场安装调试结束后，由项目建设单位、公司等根据合同约定组织项目验收。

项目交付使用后，公司售后服务人员定期对项目进行巡检和系统维护保养。目前港通云监测平台已在部分医院投入使用，公司售

后服务人员可通过该平台对设备实施远程监测，实时掌握系统运行情况、获取设备故障信息，及时进行维护保养，提高医疗设备的安

全性和可靠性。

2、采购模式

公司采购主要分为原材料及设备采购、施工分包和外协加工。

对所需原材料及设备，公司主要通过统一采购进行；同时，为提高现场施工效率，少量工程辅料、低值易耗品等就近进行现场零星

采购。

医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统项目现场实施过程中，对部分简单的劳务作业和非核心的辅助配套工程，采用施工分

包的形式完成，包括劳务分包和少量专业分包。

在设备制造阶段，公司根据加工工艺和生产进度的要求，将部分工序委外加工，主要包括法兰、封头、阀座等简单管网配件的加工

与表面处理。

3、公司主要经营模式在报告期内的变化情况及未来变化趋势

公司采用的经营模式，由公司的业务特点、产品结构以及行业上下游发展情况决定。公司主要经营模式及影响的关键因素在报告

期内保持稳定，无重大变化，预计未来一段时间也不会发生重大变化。

（四）研发实力与技术创新

1、研发机构的设置

公司下设技术中心牵头负责公司的研发工作，其主要职责为：负责研发立项、制定标准、方案设计、结构设计、设计评审、样机试

制、工艺准备等工作；负责新产品开发的策划；编制产品工艺流程，作业指导书；处理生产过程中影响产品质量的技术与工艺问题。 此

外，公司秉持技术研发要紧跟市场、服务市场的原则，在市场营销部、工程部配备技术研发人员，及时收集掌握前沿技术信息和项目实

际需求，并协同技术中心攻关技术难点。

2、研发团队

公司拥有一支创新能力较强、专业素质较高的研发队伍，人员全部为大专以上学历或具有助理工程师以上技术职称。研发团队中

有机电工程、电子信息工程、计算机软件、生物医学、暖通、工程材料等多学科、多专业人员。

3、技术创新机制

公司一贯重视技术创新工作。 为满足客户需求、保持在行业内的技术优势，公司大力加强技术中心建设，建立了完善的研发机构

和科研制度，正加速形成有利于技术创新和科技成果转化的有效运行机制。 其具体措施如下：

（1）优秀的研发团队和激励机制

公司拥有一支高素质的研发团队。公司招聘研发人员不仅注重其理论素养，还看重其行业经验。公司拥有健全和完善的创新人才

保障制度，有计划、多途径地引进高层次科技人才，不断增强企业对创新人才的凝聚力。

公司制定了科学的绩效评价机制和激励机制，激发科研技术人才的研发热情，为其创造良好的发展平台。 同时，公司强调研发知

识管理，建立研发用人机制，提升企业员工的整体职业技能和知识水平，为研发人员提供充分的职业发展机会，充分发挥其工作积极

性和创造性。

（2）完善的科研管理机制

公司具有先进的科研管理机制，不断跟踪行业技术发展潮流，制定公司技术研发发展战略及规划，从而形成有效的运行机制。 公

司技术中心建成“设计一试制一试验一改进一产品”的完整研发体系，优化配置科技资源、增强产品开发与技术创新能力、提高企业

核心竞争力。 公司从科研项目的选题立项，到科研项目的实施，以及科研项目的量产，都严格按照公司制定的科研管理方针政策来执

行，在科研管理机制方面走在行业前列。

（3）技术合作

公司技术中心为省级技术中心。 近年来，公司不断加大研发力度，坚持自主创新，通过有计划、有步骤地开展对外技术交流与合

作，扩大同国内外先进企业的技术交流，进一步引进吸收新技术与先进设备。 同时，公司加强与高等院校、科研院所多层次的技术、项

目合作。广泛的合作有助于公司整合优势科技资源，使公司能够及时跟踪国内外医疗器械行业的前沿科研成果与技术动态，为技术创

新创造了良好的外部条件。

（4）加大资金投入和基础设施投入

公司一直注重研发机构的建设和研发资金的投入，并不断加大对生产工艺创新、产品开发的资金投入。公司拟对研发技术中心进

行升级建设，进一步加大研发方面的投入，为公司技术创新提供保障。

（五）人才战略与企业文化

公司坚持“诚信为本、创新为魂”的企业宗旨，秉承“品质为先、客户至上、技术创新” 的企业经营理念，倡导“超越自我，不懈追

求”的企业文化，弘扬积极向上的正能量，为企业发展创造良好内部环境。 经过多年发展，公司的产品和服务得到了客户、行业协会及

各级政府等的广泛认可。 公司先后被评为 “国家级专精特新小巨人企业”“国家高新技术企业”“四川省行业小巨人企业”“中国气

体行业领军企业”“全国医用气体优秀工程企业”“中国医用气体装备创新基地”“全国医用气体从业人员培训基地”“2023年度医

用气体行业优秀工程企业”“2023年度医用气体行业优秀装备制造企业”“省级守合同重信用企业”“成都市安全文化建设示范单

位”“第十二届中国医院建设十佳专项工程供应商”“成都市2023年度制造强市工作先进集体”“四川省特种设备安全管理协会-副

会长单位”“四川省特种设备安全管理协会第五届理事会-副会长单位”“中国工业气体工业协会医用气体及工程分会-副会长单

位”“中国医疗器械行业协会理事会员”“省级就业见习基地”“工业纳税大户”等，公司荣获“企业信用等级AAA” 证书以及“企业

资信等级AAA”证书，公司武汉航天城同济医院（筹）建设项目荣获“2022-2023年度国家优质工程奖” ，公司数字化模块化智能洁

净手术场景被评为成都市“2023年度标杆场景（人工智能应用）” ，公司技术中心被授予“四川省企业技术中心” ，工程技术研究中心

被认定为“四川省工程技术研究中心” ，港通商标被评为“四川省著名商标” ，医用中心供氧设备多次获评四川名牌产品称号。

公司紧抓以人为本的用人理念，严格执行国家各项法律法规，十分注重人才战略的实施，关注员工的职业发展，为员工提供各种

职业技能培训，包括新员工入职培训、专业技能培训等，推进公司全员学习，不断提高员工的业务能力和文化素质，使员工与公司共同

进步。 同时，公司积极在办公环境、文体活动、人文关怀等方面为员工营造良好的氛围。 公司高度重视人力资源的开发与利用，把人才

及其组织方式视为提升组织能力的两大要素。 公司将围绕“用活人才”和“提高效能” ，建立完善的人才“评价发现、选拔使用、培养

晋升、考核激励” 机制，通过内部培养和外部引进并重方式，强化医疗专业设备及系统相关的管理、技术、营销服务等人才队伍的建

设，最大限度发挥人力资源潜力，为公司可持续发展提供人力资源保障。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

2024年末 2023年末 本年末比上年末增减 2022年末

总资产 1,946,989,678.97 1,996,714,366.68 -2.49% 1,163,353,593.56

归属于上市公司股东的净资

产

1,285,002,665.68 1,328,730,441.04 -3.29% 554,333,912.47

2024年 2023年 本年比上年增减 2022年

营业收入 754,058,316.42 842,437,861.81 -10.49% 768,525,556.59

归属于上市公司股东的净利

润

14,421,866.44 83,097,173.11 -82.64% 73,927,770.13

归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润

5,008,448.99 60,627,190.84 -91.74% 70,439,026.31

经营活动产生的现金流量净

额

-10,943,889.91 -114,316,658.42 90.43% 49,937,411.19

基本每股收益（元/股） 0.1453 0.9728 -85.06% 0.9857

稀释每股收益（元/股） 0.1453 0.9728 -85.06% 0.9857

加权平均净资产收益率 1.10% 9.41% -8.31% 14.19%

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

营业收入 76,119,952.75 360,823,461.43 55,399,976.92 261,714,925.32

归属于上市公司股东的净利

润

10,707,388.40 4,706,299.67 4,632,616.62 -5,624,438.25

归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润

10,445,473.86 3,148,008.84 3,152,673.80 -11,737,707.51

经营活动产生的现金流量净

额

37,498,382.94 -65,242,127.57 12,711,342.56 4,088,512.16

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股

东总数

8,772

年度报告披露

日前一个月末

普通股股东总

数

8,455

报告期末表决权

恢复的优先股股

东总数

0

年度报告披露日前一个月末

表决权恢复的优先股股东总

数

0

持有 特 别 表

决 权 股 份 的

股东总数（如

有）

0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

持有有限售条件的股份数

量

质押、标记或冻结情况

股份状态 数量

陈永 境内自然人 27.77% 27,774,000.00 27,774,000.00 不适用

GT� South� （Hong�

Kong） Limited

境外法人 11.50% 11,500,000.00 0.00 不适用

汪道清 境内自然人 2.74% 2,736,000.00 0.00 不适用

袁萍 境内自然人 2.50% 2,501,000.00 2,501,000.00 不适用

文再敏 境内自然人 2.15% 2,150,000.00 2,150,000.00 不适用

魏勇 境内自然人 1.96% 1,964,000.00 1,473,000.00 不适用

陈良平 境内自然人 1.68% 1,683,000.00 1,262,250.00 不适用

上海国和现代服务

业股权投资管理有

限公司－嘉兴国和

晋鋆股权投资合伙

企业（有限合伙）

其他 1.36% 1,362,000.00 0.00 不适用

朱民 境内自然人 1.20% 1,204,000.00 0.00 不适用

杨燕 境内自然人 1.07% 1,070,000.00 1,070,000.00 不适用

上述股东关联关系或一致行动的说

明

无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

证券代码：301515� � � � � � � � � � � � � � � �证券简称：港通医疗 公告编号：2025-023

四川港通医疗设备集团股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施2024年度利润分配方案时股权登记日剔除回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发

现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称 万凯新材 股票代码 301216

股票上市交易所 深圳证券交易所

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

姓名 高强 胡萍哲

办公地址

浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路

15号

浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路

15号

传真 0573-87802968 0573-87802968

电话 0573-87802027 0573-87802027

电子信箱 wkdb@wkai.cc wkdb@wkai.cc

2、报告期主要业务或产品简介

万凯新材料股份有限公司是国内领先的聚酯材料研发、生产、销售企业，致力于为社会提供健康、安全、环保、优质的聚酯材料，已建成年产300万吨瓶级

切片的产能，规模位居全球前列。

（一）聚酯瓶片介绍

聚酯瓶片是PTA和MEG的酯化聚合产物， 为无色透明或乳白色的高度结晶聚合物， 是一种环保高分子聚酯材料， 全称聚对苯二甲酸乙二醇酯

（PolyethyleneTerephthalate，英文简称为PET），具备安全、高透亮、材质轻、可塑、便于携带运输、环保等优点，因而被广泛应用于多种领域，下游应用的主

要产品形态为塑料包装容器或外壳。 聚酯瓶片可以在较长时间内保持食品、饮料的内在品质，是当今最安全的食品包装材料之一，回收价值高，是全世界范

围内回收率最高的塑料包材之一，符合循环经济发展战略，具有非常好的经济发展前景。 近年来随着聚酯瓶片生产技术水平提高、产品性能不断优化，消费

者食品安全意识及消费理念持续提升，聚酯瓶片在软饮料、乳制品、食用油、调味品等民生行业的需求量保持稳定增长，在酒类、日化、电子产品、医疗医药、

现场制作饮品、生鲜果蔬等新兴应用领域的占有率稳步提升。

（二）行业整体发展变化以及对公司的影响

报告期内，国内聚酯瓶片市场产销量延续增长态势，但受内外部宏观市场环境及聚酯瓶片行业产能短期内快速扩张的影响，境内外市场需求增速不及

供应端，行业竞争加剧，加工差水平在低位徘徊，整体而言市场呈现量增价减的特征。

报告期内，聚酯瓶片聚酯装置投放节奏有所放缓，但仍处于产能集中投放期，增量绝对值依然比较可观。 根据CCF网统计，2024年国内聚酯瓶片共计新

投产能417万吨，产能从2023年末的1,661万吨，上升到2024年末的2,043万吨，同比增长28%；2024年1-12月聚酯瓶片产量为1,556万吨附近，同比增长

18.8%。

在市场需求方面，随着近年来我国食品饮料等行业的健康发展以及包装行业对包装材料在保鲜、美观、运输、环保等方面的需求升级，我国聚酯瓶片产

品市场需求较为稳定。 据CCF统计，2024年1-12月聚酯瓶片国内需求最终统计在862万吨附近，同比增14%；出口在585万吨附近（单个税则号39076110），

同比增28.4%；综合税则号39076110和39076910以及各工厂口径统计以后的总量为635万吨附近，同比增30.9%，年末社会库存在229万吨附近（包含上年度

末库存），较2023年同期增长59万吨附近。

在新应用领域方面，随着聚酯瓶片生产技术不断突破，生产工艺不断创新和完善，聚酯瓶片制品的用途也向更广阔的领域发展。 聚酯瓶片由于性价比极

高，且属于可实现100%再生循环的环保材料，会在越来越多方面替代PP、PE等，预计未来片材及其他食品包装领域的需求量会成为行业新的增量所在。 我

们判断，未来聚酯瓶片需求将形成成熟应用领域稳定增长，新兴应用领域逐步崛起并扮演重要角色的新格局。

报告期内，虽然聚酯瓶片行业国内外需求同步增长，但由于供应端增长过快，加工费承压明显。 从整体上看，聚酯瓶片行业整体竞争格局稳定，市场需求

持续向好，随着本轮产能扩张周期逐步收尾、国内外市场的进一步修复和新应用领域的不断拓展，行业未来发展趋势稳定向好。 公司作为头部企业，具备规

模和效率优势，并拥有较好的技术研发储备和稳定的客户资源，未来有望继续保持和提升现有行业地位和竞争优势。

（三）市场竞争格局及公司的行业地位

全球聚酯瓶片行业经过长期发展，已经形成了较为稳定的行业竞争格局，市场集中度较高，PET产能主要分布在以我国、印度为代表的亚太地区，且新

投产能以国内为主，目前中国聚酯瓶片产能占全球总产能的比重已接近50%,是全球最大生产国和消费国。 在国内市场竞争格局方面，行业领先企业包括逸

盛、华润材料、三房巷以及公司，截至2024年末，上述四家厂商合计产能约为1,549万吨，国内行业集中度（CR4）进一步提升至80%以上。 相对于海外设备，

国内以大套新装置为主，在规模效率和综合成本上具有显著的优势。

公司产能规模居全球前列，是我国聚酯瓶片的头部企业之一，也是全球行业竞争中的代表性企业之一，产能规模和效益均处于行业领先地位。 凭借逐年

上升的行业地位和高品质的产品能力，公司相继被授予“中国民营企业制造业500强” 、“中国对外贸易500强民营企业” 、“浙江省知名商号” 、“浙江出口

品牌”等荣誉称号。

（四）行业发展趋势

1、全球聚酯瓶片市场规模持续性增长，同时产能增长开始放缓

2024年，全球聚酯瓶片原生需求维持增长，年度同比增长8.2%附近。 全球聚酯瓶片市场新投产能集中在中国大陆地区，截至2024年年底，全球聚酯瓶片

新增产能435万吨，其中为中国新投产能417万吨，剔除海外部分淘汰或长停产能112万吨，合计产能达到4,262万吨/年。 随着国内规划产能的陆续投产，全

球聚酯瓶片集中投产周期逐步进入尾声，全球供求关系将迎来改善，市场前景依然广阔。

2、中国聚酯瓶片全球占比不断攀升，迭代空间仍然巨大

近年来，欧美地区虽然为传统的聚酯瓶片发源地和产地，但受到能源价格和生产成本等因素的影响，欧美地区新投产能不多，部分旧产能出现停车、破

产等，落后产能开始逐步退出，海外包括欧美在内的大部分国家和地区对外进口依存度维持高位。 据中国海关数据，按照税则号39076110计算，瓶片出口量

整体呈现逐年增长态势，2015年~2023年出口年均复合增速11.6%，2024年瓶片出口同比增速达到28.4%。 相较于海外产能，国内产能占据生产成本、新装置

效率、运营效率等全方位优势，虽然不少国家和地区均有反倾销关税，对中国出口造成一定阻碍，但长期来看并不会对中国瓶片出口带来太多利空影响。 目

前中国聚酯瓶片产能占全球总产能的比重接近50%,成为全球最大生产国。 未来，基于全球需求的持续增长、海外落后产能的逐步淘汰，中国聚酯瓶片在全

球范围内仍有巨大的迭代空间。

3、新材料和新工艺的不断涌现，聚酯瓶片市场将迎来更多的创新和变革

聚酯瓶片生产技术不断突破，生产工艺不断创新和完善，PETG、生物基呋喃聚酯、RPET、新兴耐热共聚酯等新产品、新技术不断涌现，用途也向更广阔

的领域发展。聚酯瓶片在饮料、乳制品、食用油、调味品等民生行业的需求量保持稳定增长，在酒类、日化、电子产品等新兴应用领域的占有率稳步提升（主要

以片材形态应用），也开始应用在建材家具、光伏背材薄膜、医疗医药、风电叶片、轨道交通、光学功能性薄膜、汽车电气元件材料、家电等众多领域。未来聚酯

瓶片需求将形成成熟应用领域稳定增长、新兴应用领域快速崛起并扮演重要角色的新格局。 聚酯瓶片作为可循环利用的绿色环保健康包材和新兴领域的替

代材料，未来有望迎来广阔的市场前景和发展机遇。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

2024年末 2023年末 本年末比上年末增减 2022年末

总资产 17,775,030,802.32 12,760,714,852.09 39.29% 12,076,482,480.36

归属于上市公司股东的净资产 5,338,979,319.95 5,707,861,578.06 -6.46% 5,688,347,235.24

2024年 2023年 本年比上年增减 2022年

营业收入 17,231,633,878.89 17,531,765,197.40 -1.71% 19,386,043,148.25

归属于上市公司股东的净利润 -299,974,793.40 436,522,246.81 -168.72% 954,867,106.20

归属于上市公司股东的扣除非经

常性损益的净利润

-214,098,637.28 275,475,873.50 -177.72% 926,750,918.62

经营活动产生的现金流量净额 1,265,213,871.55 -126,785,555.00 1,097.92% 1,041,453,952.91

基本每股收益（元/股） -0.58 0.85 -168.24% 1.9800

稀释每股收益（元/股） -0.58 0.85 -168.24% 1.9800

加权平均净资产收益率 -5.46% 7.74% -13.20% 21.37%

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

营业收入 4,247,946,950.07 4,386,315,546.19 4,516,390,211.41 4,080,981,171.22

归属于上市公司股东的净利润 45,281,863.09 -2,090,484.00 -136,170,321.51 -206,995,850.98

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,702,111.98 -18,188,976.72 -70,141,949.42 -146,469,823.12

经营活动产生的现金流量净额 -162,653,192.17 419,753,415.49 863,929,077.66 144,184,570.57

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 30,933

年度报 告 披

露日前一 个

月末 普通 股

股东总数

27,411

报告期末表

决权恢复的

优先股股东

总数

0

年度报告披露日

前一个月末表决

权恢复的优先股

股东总数

0

持有特别表决权

股份的股东总数

（如有）

0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

持有有限售条件的股

份数量

质押、标记或冻结情况

股份状态 数量

浙江正凯集团有限公司

境内非国有法

人

35.13% 180,958,992.00 180,958,992.00 不适用 0.00

沈志刚 境内自然人 6.57% 33,863,511.00 33,863,511.00 不适用 0.00

上海拓牌私募基金管理有限公司－

拓牌兴丰6号私募证券投资基金

其他 5.00% 25,754,568.00 0.00 不适用 0.00

深圳盈富汇智私募证券基金有限公

司－盈富增信添利23号私募证券投

资基金

其他 3.35% 17,260,597.00 0.00 不适用 0.00

广州复朴道和投资管理有限公司－

衢州复朴长实投资合伙企业（有限

合伙）

其他 3.00% 15,447,723.00 0.00 不适用 0.00

宁波长江奇湾股权投资基金管理有

限公司－宁波长江奇湾股权投资基

金合伙企业（有限合伙）

其他 2.59% 13,350,283.00 0.00 不适用 0.00

肖海军 境内自然人 1.46% 7,500,000.00 7,500,000.00 不适用 0.00

上海国盛资本管理有限公司－上海

国盛产业赋能私募投资基金合伙企

业（有限合伙）

其他 1.22% 6,306,052.00 0.00 不适用 0.00

海宁万鸿投资合伙企业 （有限合

伙）

其他 0.87% 4,500,000.00 3,210,000.00 不适用 0.00

海宁万兴企业管理中心 （有限合

伙）

其他 0.81% 4,192,400.00 1,170,000.00 不适用 0.00

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述10名股东中，浙江正凯集团有限公司为公司控股股东，沈志刚先生为公司实际控制人，亦为浙江正凯

集团有限公司实际控制人，肖海军先生为沈志刚先生的近亲属，海宁万兴企业管理中心（有限合伙）和海

宁万鸿投资合伙企业（有限合伙）是公司的员工持股平台，深圳盈富汇智私募证券基金有限公司－盈富

增信添利23号私募证券投资基金为公司员工持股计划持股平台。 除上述情况外，公司未知其他股东之间

是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

/

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕913号）同意注

册，公司于2024年8月16日向不特定对象发行了2,700万张可转债，每张面值100元，初始转股价格11.45元/股。经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转

换公司债券于2024年9月5日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万凯转债” ，债券代码“123247” 。

证券代码：301216� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �证券简称：万凯新材 公告编号：2025-018

债券代码：123247� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �债券简称：万凯转债

万凯新材料股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规

划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意

见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通

合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以92,622,300为基数，向全体股东每10股派

发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称 光庭信息 股票代码 301221

股票上市交易所 深圳证券交易所

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

姓名 朱敦禹 潘自进

办公地址 武汉东湖新技术开发区港边田一路6号 武汉东湖新技术开发区港边田一路6号

传真 027-87690695 027-87690695

电话 027-59906736 027-59906736

电子信箱 zhu.dunyu@kotei.com.cn pan.zijin@kotei.com.cn

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家专注于汽车电子软件开发和技术服务的高新技术企业，主营业务涵盖了构成智能

网联汽车核心的智能座舱、智能驾驶（含自动驾驶软件开发和技术服务、智能网联汽车测试服务

与数字地图服务等）、智能电控等领域。 具体情况如下：

（一）主要产品或业务情况

1、智能座舱

公司为客户提供基于AI的新一代智能座舱解决方案，主要包括用户体验（UX）设计和人机

界面（HMI）软件开发服务、仪表平台软件解决方案、软硬件分离解决方案、虚拟化座舱整体解决

方案以及T-BOX软件解决方案。 具体产品如下：

业务方

向

应用方向 产品或服务 其他说明

智能座

舱

车载娱乐信息系统

用户体验（UX）设计、3D�HMI产品解决方案

等

公司具备全域全栈研发能力，可基于高通、瑞萨、英飞凌、芯驰、联发科

（MTK） 等芯片， 可支持安卓、 黑莓QNX、 鸿蒙等操作系统的基于

Unreal引擎，为智能汽车高效构建沉浸化，娱乐化的座舱交互体验等。

驾驶信息显示系统 仪表平台软件解决方案等

软硬件解耦开发 软硬件分离解决方案等

座舱虚拟化 虚拟化座舱解决方案等

车联网 T-BOX产品解决方案

座舱域控制器 Hypervisor、HPC软件开发

2、智能驾驶

公司智能驾驶业务包括自动驾驶软件开发和技术服务、智能网联汽车测试服务和数字地图服

务等业务，除了为客户提供乘用车和商用车智能辅助驾驶软件开发服务，承担新一代行泊一体相

关前沿技术的开发外，还为主机厂及自动驾驶算法公司提供整车软件测试及仿真测试、功能和性

能的评价测试服务及数据处理和车云平台服务， 并针对各种移动出行或应用场景为政府或客户

提供基于地图的深度定制开发和移动大数据增值服务。 具体如下：

（1）自动驾驶软件开发和技术服务

自动驾驶是利用安装在车上的各种传感器， 在汽车行驶过程中随时感应周围环境与收集数

据，进行静态、动态物体的辨识、侦测与追踪，在人工智能技术的辅助下进行系统运算与分析，并实

现驾驶自动决策的一种人工智能应用。 公司主要产品包括高级驾驶辅助系统（ADAS）量产解决

方案、自动泊车（APA）解决方案、360环视影像（AVM）解决方案等行泊一体化产品等。 具体产

品如下：

业务方向 产品方向 产品或服务 具体说明

智能驾驶

ADAS解决方

案

MPA�（记忆泊车）

准确识别停车位与各种障碍物，实现车辆远程无人操控。 支持多场景停车，如各种车位的融合

停车、室内外记忆停车及跨楼层记忆停车；一键召唤迅速响应，自动开到用户面前，让泊车与

取车更加轻松与智能

APA（自动泊车）

依托车辆控制核心技术、自主车规级算法和大量量产实绩经验，提供融合泊车和记忆泊车的

解决方案

AVM�（360环视）

提供无极视角，透明底盘，道路标定等行业一流用户体验，能基于高通、芯驰、地平线、黑芝麻及

英伟达等做量产适配

NOP�（领航辅助驾驶）

用户输入目的地后，全程无需人工接管，车辆依地图规划路线，途中可自动变道、红绿灯自动

启停、路口自动转弯、高速高架自动上下匝道，从容应对各种复杂城市路况，确保自动驾驶的

安全与高效

（2）智能网联汽车测试服务

智能网联汽车软件测试业务主要为汽车整车制造商、 汽车零部件供应商及自动驾驶算法公

司，提供智能座舱、自动驾驶等领域的测试评价、数据产品及模拟测试技术平台等服务，并针对海

外市场的适应性测试以及为特定区域和特定客户提供的定制化测试服务。 除上述之外，公司还提

供以车云为载体，数据为驱动，基于数据与模型混合驱动，构建端到端的智能网联汽车技术体系，

借助云、大模型等技术，构建数据驱动智驾研发的车云平台及工具链。

业务方向 产品或服务 具体说明

智能网联汽车测

试服务

整车测试

主要为客户提供电子电器软件测试、整车OTA测试、整车网络测试、系统台架网络测试、软件测试、功能及性能测

试等服务

自动驾驶测试

通过仿真场景搭建、HIL等方式，进行封闭场地测试、开放道路测试、公共道路测试，按照测试阶段的不同分为传

感器及驾驶员数据采集及分析、各类传感器实车验证、自动驾驶功能整体评价以及投诉问题调查

场景库及模拟仿真测试

服务

主要应用于自动驾驶功能、传感器的模拟仿真与测试验证，主要对实车采集的数据进行仿真场景库转换

产品信赖评价

基于最终用户的角度以产品观点对功能、性能、可靠性和信息安全进行测评。 智能座舱功能及性能评价、主观性

评价；整车功能及性能评价以及软硬件产品测评认证

合规数据中心

自动驾驶数据安全运营服务。 公司自建了合规数据中心，可提供客户租用的同时，也可按照客户需求提供建设数

据中心服务，通过合规以及私有云的方式保证数据处理合规，数据访问安全。

智能车云平台

构建了集数据采集及管理、数据处理及可视化、数据标注、场景构建、AI�训练、仿真于一体的工具链。 可支撑上千

人同时数据处理作业实施、并保障海量数据管道畅通及数据安全

（3）数字地图服务

公司通过全新地图技术赋能实现安全、高效的未来出行解决方案，构建深度感知、动态更新、

自主决策的车载地图创新应用和空间治理数字化服务。

业务方向 产品或服务 具体说明

数字地图服务

智 能 化 舱 驾 一 体 解 决 方 案

（UniMap�Pro）

ISA智能辅助解决方案、高精定位引擎、轻量化地图引擎解决方案、ADAS地图方案

全球智能导航 （Global� Smart�

Navi）

基于HERE�SDK打造全球智能导航产品，通过跨区域无缝导航与智能路径优化，实现高效、实时、多模式的

全球出行解决方案。

鸿蒙OS地图导航

（HMS�for�Navi）

基于鸿蒙OS，提供车机智能与穿戴互联的地图应用方案，实现便捷、实时、个性化的导航服务，满足多场景

出行需求

空间治理数字化服务

基于GIS、卫星遥感、大数据、人工智能等技术研发的时空数据云平台，为行业客户提供信息化综合解决方

案与服务，包括自然资源综合监管和空间地理数据采集处理等。

3、智能电控业务

公司智能电控产品线主要包括新能源电机控制器解决方案、电子助力转向系统（EPS）应用

软件开发服务与电子伺服制动系统应用软件开发服务， 为实现新能源汽车动力控制以及汽车横

向与纵向控制提供关键软件产品及服务。 公司为海内外汽车整车制造商和汽车零部件供应商等

提供更加高效可靠、节能安全的智能电控软件解决方案，提供动力域、底盘域、车身域全栈电控软

件开发服务及系统技术方案支持服务。 公司的主要解决方案如下：

业务

方向

产品或服务 具体说明

智能 电

控

电机控制器、整车控制器、电源变换

器等解决方案

主要是为客户提供电机控制器的软件开发和设计，新能源汽车整车智能管理解决方案和新能源汽车电源智能控

制系统解决方案，包括恒流充电控制、恒压充电控制、涓流充电控制等功能。

电子助力转向系统

（EPS）

提供基本的转向助力功能、转向冗余控制功能，车道保持辅助、自动泊车辅助（APA）等高级辅助驾驶功能的控

制接口；

电子刹车控制器

提供基本的制动功能、能源回收功能、坡道起步辅助、自动制动保持、动态自动驻车制动、自动紧急制动等高级辅

助功能服务接口

智能车身控制器解决方案

新能源汽车智能车身域控制系统解决方案，包括无钥匙启动、智能车灯、智能座椅、智能车门、智能车窗控制等功

能；

基础软件解决方案、标定与测试

AUTOSAR基础软件解决方案，包括MCAL、BSW、CDD、Bootloader、RTE、SecOC等；电机性能标定、冬夏标测

试、整车动力性能测试、车门/车窗测试等

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

2024年末 2023年末 本年末比上年末增减 2022年末

总资产 2,153,405,117.29 2,278,741,226.71 -5.50% 2,216,255,268.17

归属于上市公司股东的净资产 1,961,075,630.37 2,007,817,683.96 -2.33% 2,035,094,565.20

2024年 2023年 本年比上年增减 2022年

营业收入 607,374,902.78 638,793,003.11 -4.92% 530,299,417.05

归属于上市公司股东的净利润 29,828,828.58 -15,465,620.42 292.87% 31,855,379.13

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,639,578.71 -22,290,534.13 183.62% 18,967,924.57

经营活动产生的现金流量净额 54,034,801.79 42,139,967.77 28.23% -88,684,064.56

基本每股收益（元/股） 0.3220 -0.1670 292.81% 0.3439

稀释每股收益（元/股） 0.3220 -0.1664 293.51% 0.3439

加权平均净资产收益率 1.49% -0.76% 增加2.25个百分点 1.58%

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

营业收入 120,938,598.49 96,118,270.99 124,699,621.98 265,618,411.32

归属于上市公司股东的净利润 -3,268,493.19 -10,124,162.84 24,352,659.28 18,868,825.33

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,718,008.34 -12,190,143.65 23,234,177.22 13,313,553.48

经营活动产生的现金流量净额 3,283,170.56 25,056,747.12 -15,524,132.74 41,219,016.85

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差

异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普

通股股东总

数

15,380

年度报告披露日

前一个月末普通

股股东总数

16,696

报告期末 表 决

权恢复的优先

股股东总数

0

年度报告披露日前一个

月末表决权恢复的优先

股股东总数

0

持有特别表决权股份的

股东总数（如有）

0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

持有有限售条

件的股份数量

质押、标记或冻结情况

股份状态 数量

朱敦尧 境内自然人 42.01% 38,906,995 38,906,995 不适用 0.00

武汉励元齐心投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.50% 6,016,670 6,016,670 不适用 0.00

武汉鼎立恒丰企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.49% 3,233,335 3,233,335 不适用 0.00

上汽（常州）创新发展投资基金有限公司 国有法人 3.16% 2,930,108 0 不适用 0.00

李霖 境内自然人 1.63% 1,510,261 0 不适用 0.00

朱敦禹 境内自然人 0.42% 390,000 390,000 不适用 0.00

王军德 境内自然人 0.37% 346,500 259,875 不适用 0.00

吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任

公司

国有法人 0.37% 338,600 0 不适用 0.00

赵坦政 境内自然人 0.25% 229,200 0 不适用 0.00

李森林 境内自然人 0.24% 222,000 166,500 不适用 0.00

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司控股股东、实际控制人朱敦尧先生与股东朱敦禹先生为兄弟关系，同时朱敦尧先生为励元齐心和鼎立恒丰

执行事务合伙人。 报告期内，除上述情况之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公告编号 披露日期 公告名称 披露网站

2024-003 2024/2/6 关于公司职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

巨 潮 资 讯 网 （www.

cninfo.com.cn）

2024-007 2024/3/16 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

2024-014 2024/4/3 关于完成独立董事补选的公告

2024-020 2024/4/20 2023年利润分配方案公告

2024-022 2024/4/20 关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的公告

2024-025 2024/4/20 关于控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的公告

2024/4/20 未来三年（2024-2026年）股东回报规划

2024-036 2024/6/7 关于公司收到政府补助的公告

2024-041 2024/8/3 关于转让参股公司股权的公告

2024-043 2024/8/8 关于控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的进展公告

2024-052 2024/10/14 关于转让参股公司股权交易完成的公告

2024-061 2024/12/27 关于董事会换届选举的公告

2024-062 2024/12/27 关于监事会换届选举的公告

2024-063 2024/12/27 关于增加公司经营范围、修订公司章程并办理工商备案登记的公告

2024-066 2024/12/27 关于部分募投项目延期的公告

2024-067 2024/12/27 关于公司拟签署《和解协议》的公告
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武汉光庭信息技术股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以197,062,569为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公

积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称 广立微 股票代码 301095

股票上市交易所 深圳证券交易所

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

姓名 陆春龙 李妍君

办公地址

浙江省杭州市余杭区五常街道联创

街188号A1号楼

浙江省杭州市余杭区五常街道联创

街188号A1号楼

传真 0571-8102�1261 0571-8102�1261

电话 0571-8102�1264 0571-8102�1264

电子信箱 ir@semitronix.com ir@semitronix.com

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务情况

公司是领先的集成电路EDA软件与晶圆级电性测试设备供应商，公司专注于芯片成品率提升和电性测试快速监控技术，是国内外多家大型集成电路制

造与设计企业的重要合作伙伴。 公司提供EDA软件、电路IP、WAT测试设备以及与芯片成品率提升技术相结合的全流程解决方案，在集成电路从设计到量

产的整个产品周期内实现芯片性能、成品率、稳定性的提升。 公司先进的解决方案已成功应用于诸多集成电路工艺技术节点，实现了高质量的国产化替代，

打破了集成电路成品率提升领域长期被国外产品垄断的局面。

集成电路成品率提升是一项非常复杂的系统工程，公司长期以来潜心研发，不断丰富以集成电路成品率提升为主轴的产品矩阵，逐渐形成了驱动公司

业绩可持续发展的“三驾马车” 一一电子设计自动化（EDA）软件、半导体大数据分析与管理系统、晶圆级电性测试设备。各产品在技术上相辅相成，在商业

模式上独立销售、相互引流，为公司业务的稳健发展提供多点引擎，支撑营业收入连创新高，丰富客户数量及客户群体，客户范围从以集成电路制造企业为

主逐步向集成电路设计、封测企业拓展。

驱动公司业绩可持续发展的“三驾马车”

（二）公司主要产品及服务布局

公司的产品类型分为电子设计自动化（EDA）软件、半导体大数据分析与管理系统、晶圆级电性测试设备，以及利用上述软硬件工具和在成品率提升领

域的经验提供的软件技术开发服务。

1、电子设计自动化（EDA）软件

（1）集成电路良率提升相关设计软件

为了确定最优的制造工艺或寻找影响成品率的因素，需要对各种电学结构和关键器件进行电学性能的检测，提供寻找影响成品率因素的有效线索。 由

于产品芯片结构过于复杂，在产品芯片上直接进行电性测试难以分解发现产生问题的根本原因，因此一般效率不高。 为了降低制造成本、提升效率，业内通

常采用测试芯片替代产品芯片进行电性测试，测试芯片即支持电学性能测试功能的专用芯片。 主要方法如下：针对影响产品芯片成品率和性能的关键器件

参数以及工艺中各步骤的失效风险，设计出监控相应器件和风险的测试结构，与焊盘相连接组成专用的测试芯片。 测试芯片与产品芯片使用相同的工艺，甚

至可能集成在同一片晶圆上，测试芯片的电性测试结果，可以反映产品芯片中关键器件的特性，以及制造工艺的风险状况。 相比产品芯片，由于测试芯片将

工艺成品率风险拆解到各自独立的结构中，能够直接找到需要改进的风险点。 采用测试芯片技术，是业内进行工艺开发、成品率提升的主要方法，公司的集

成电路良率提升设计软件主要为测试芯片设计EDA软件。

集成电路良率提升相关EDA软件及电路IP

2024年度，公司不断对现有良率提升相关EDA功能进行优化完善，还研发了多种适合新工艺方向的电路IP和解决方案，如公司Advanced� PCM量产监

控方案已在大客户处稳步推进验证，SRAM�读写功能良率提升方案、适配新工艺的高密度电阻/漏电方案以及片上监控电路设计方案研发均取得突破性进

展。

产品类型 产品名 介绍

参数化单元版图设计

工具

SmtCell

● 应用环节：测试芯片的测试结构设计

● 产品优势：1） 相同结构的单元版图只需创建一次；2） 版图中几何图形的相关属性可用参数来表征；

3）单元版图重复、费时的物理设计过程用参数赋值来代替。 跟传统的版图设计工具相比，SmtCell可以带来设

计效率的大幅提升

通用型的测试芯片版

图自动化设计平台

TCMagic

● 应用环节：测试芯片的绕线、电路设计和物理拼接

● 产品优势：主要设计传统测试芯片（又称为“短程测试芯片” ），平台基于其独特的软件架构设计和算

法支持，在测试芯片设计过程中有效提升设计效率

可寻址测试芯片版图

自动化设计的高效版

图软件

ATCompiler

● 应用环节：可寻址测试芯片的设计

● 产品优势：提供了完整的大型可寻址及划片槽内可寻址测试芯片的设计解决方案，软件内置有公司设

计的经过验证、可重复使用且具备特定功能的电路IP（器件特征参数提取电路、工艺参数提取/缺陷监测电路、

环形振荡器性能表征电路等），能够极大地提高了测试芯片的器件密度，有效提升测试芯片的测试速度，很好

地满足先进工艺产品开发和制造过程监控的需求

超高密度测试芯片版

图自动化设计工具

Dense�Array

● 应用环节：超高密度测试芯片设计

● 产品优势：实现了单个测试芯片模块上容纳上百万个待测器件，通过片上控制模块和测试设备的协同

优化，可以达到每秒10,000样本量的测量速率，通过并行测试能线性加速，有效地缩短测试时间，满足工艺开

发下百万分率、甚至十亿分率的异常点检测的需求

产品芯片成品率和性

能诊断测试芯片设计

工具

ICSpider

● 应用环节：产品芯片成品率和性能诊断的定制化测试芯片设计

● 产品优势：通过对产品芯片中基本器件、关键路径等的系统分析和直连检测，来帮助客户更直观、高

效、有针对性地提升产品成品率和性能指标

电路IP

Addressable�IP可寻址

电路IP

● 应用环节：可寻址测试芯片的设计

● 产品优势： 传统测试芯片因占用面积大， 在测量样本量和成本控制两个方面已经满足不了工艺的需

求，通过可寻址电路可以提升芯片密度5至20倍，并且保证高精度设计

HDYS高密度工艺检测

电路IP

● 应用环节：超高密度测试芯片设计

● 产品优势：利用片上测试控制方案，与测试设备功能协同，在设计密度和测试速度上进一步提高可寻

址技术设计与测试效率。 特别在量产监控环节，利用狭小的划片槽和有限测试时间瓶颈下，大幅度提升监控

效率，为量产制造过程的智能管控，提供更全面的数据支撑

（2）可制造性设计（DFM）EDA软件

可制造性设计（DFM）是研发和生产之间的桥梁，在芯片开发设计阶段就考虑到制造环节的可行性，有效地缩短开发进程，降低制造成本，提升产品的

可靠性与稳定性。 报告期内，公司DFM软件工具核心模块研发均取得重要进展。

产品类型 产品名 介绍

成品率预测分析软件 Virtual�Yield

● 应用环节：基于成品率模型和产品芯片版图对产品芯片的成品率进行预测和分析

● 产品优势： 通过版图关键面积及特征分析技术， 利用测试芯片结合各个工艺模块的缺陷率和产品版

图，精确地预测各个工艺模块对整个成品率的影响，通过精确的产品芯片成品率预测数据和全面的影响因素

比对分析报告，帮助设计者洞悉优先级排序的良率影响，从而最大限度地提高设计的可制造性

化学机械抛光工艺仿

真建模工具

CMPEXP

● 应用环节：CMP制造工艺的仿真建模，依据CMP工艺后的各测试结构膜厚和表面形貌数据以及CMP工艺

参数，建立CMP模型，通过针对CMP步骤精准仿真和建模，可以提前找出和预防CMP相关的芯片设计问题,

是集成电路制造工艺中的关键环节

● 产品优势：实现了业界广泛使用的 Cu�CMP仿真与热点检查流程的所有功能；通过接触力学等物理、

化学原理，结合快速傅里叶变换等数学手段，提供了高准确性、鲁棒性和泛化性的CMP模型；工具集成先进的

模型校准算法，极大地缩短模型校准时间周期并有效提升了校准成功率，并采用高效的分布式并行计算架构，

有效地提升了模型校准和仿真效率；该软件填补了国内集成电路市场上产业化CMP建模工具的空白，满足了

芯片设计公司和晶圆制造厂对于芯片的可制造性和成品率的需求

● 目前CMPEXP已实现销售订单，并在国内多家头部企业试用

版图图形匹配工具 PatternScan

● 应用环节： 版图图形匹配工具。 使用场景包括芯片制造工艺热点图形查找与优化和芯片设计版图物理验

证等。

● 产品优势：1）高性能的图形匹配引擎：依托自研高性能图形匹配算法，图形匹配性能达到业界顶尖水

平，轻松应对超大规模版图的图形搜索的应用场景；2）便捷的图形单元库创建与管理方式：提供基于图形化

界面的图形单元库创建与管理方式，方便用户轻松以零代码的方式完成复杂图形检查规则的创建与管理；3）

强大的软件生态支持：PatternScan工具可以与其他DFM平台工具无缝配合，可以灵活搭建多种复杂良率提升

应用场景解决方案

● 目前PatternScan已在多家国内头部企业试用

版图几何特性提取和

分析工具

LayoutInsight

● 应用环节： 依托高性能版图计算引擎和强大的版图分析工具生态的支持，LayoutInsight能够从版图设计

中精确统计芯片器件类型的分布， 并提取器件特征参数、 布局依赖效应参数以及热点图形的关键几何参数。

这些精准的数据，如同芯片的“基因图谱” ，让用户从全局、多维度的视角，洞察芯片器件与工艺热点的特性。

助力用户快速定位良率问题，缩短良率提升周期并优化设计质量

● 产品优势：1）采用高性能并发计算引擎和版图串行分析技术，兼顾性能与内存占用，从容应对超大规

模版图的特征分析任务。 2）灵活且简洁的软件交互方式，兼顾工具使用的灵活性与易用性，少量代码即可完

成复杂提取对象的定义。 3）具备多工艺的普适性

● 目前LayoutInsight已在多家国内头部企业试用

版图集成与分析平台 LayoutVision

● 应用环节：强大的版图集成与分析平台，具有丰富的版图查看和分析功能，并集成了多种版图物理验证和

DFM分析手段，为用户提供高效的全流程的版图验证方案，助力用户设计效率提升与制造良率优化

● 产品优势：1）高性能的版图解析与渲染：依托高效的版图解析和渲染引擎，支持多种版图数据格式的

解析，轻松应对超大规模版图的解析与渲染；2）支持多维度的版图分析：支持版图逻辑运算、版图链路追踪、

图形密度分析等多种版图分析功能，同时作为一个集成化的DFM平台，能够无缝衔接多种广立微DFM工具，

实现可视化的结果展示和交互，并输出多维度的良率分析结果

● 目前LayoutVision已在多家国内头部企业试用

可制造性设计（DFM）软件产品图

（3）可测试性（DFT）EDA软件

随着半导体工艺制程的发展，芯片在生产过程产生缺陷的概率越来越大，而芯片出厂对DPPM（百万分比的缺陷率）有着苛刻的要求，如汽车类芯片要

求DPPM几乎为0，品质越高且规模越大的芯片，DFT越复杂且越重要。 DFT是一种在芯片原始设计阶段即插入各种用于芯片测试的硬件逻辑的设计方法，

这些硬件逻辑有助于生成测试向量并在自动测试设备（ATE）上进行高效的芯片测试，捕捉潜在的硬件缺陷，提高产品良率。DFT一方面可以筛选淘汰掉有

缺陷的芯片，另一方面可以在设计阶段考虑测试需求，减少测试时所需的硬件资源和测试时间，使测试流程更加自动化和高效，从而实现降本增效的目的。

2023年公司收购了上海亿瑞芯电子科技有限公司43%的股权，亿瑞芯是一家以DFT技术服务及产品开发为主营业务的企业，该股权收购标志着公司从

专注制造类EDA向设计类EDA扩展迈出了第一步。 同年11月，公司与亿瑞芯联合发布了业界领先的可测性设计自动化和良率诊断解决方案一一DFTEXP

流程和解决方案。 2024年，公司DFTEXP解决方案已在多家客户处应用并实现销售收入，产品部分技术表现达标杆工具水平，获得良好的行业口碑。

广立微×亿瑞芯 DFT设计自动化和良率诊断解决方案

报告期内，研发完成的DFT系列软件主要如下：

产品系列 子工具名称 介绍

DFTEXP

可测试性设计自动化和良率

诊断解决方案

Scan�Insertion

● DFT最基础和关键技术，将时序逻辑电路中的时序单元替换为扫描单元，并连接成扫描链，通过扫描输入

和输出对电路内部状态可控制和可观测。 运行耗时等性能优于行业其他工具。

● 目前已在国内头部企业完成测试验收

ScanTest

● 支持多种故障模型高覆盖率的测试向量生成；支持测试压缩，压缩比可达200倍以上；支持测试点分析；支

持低功耗解决方案。

● 目前已形成销售订单

Scan�Diagnosis

● 支持多场景的失效分析，包括chain/logic�diagnosis（链式/逻辑诊断），physical-aware�diagnosis（物理

感知诊断），cell-aware�diagnosis（单元感知诊断），hierarchical�diagnosis（分层诊断）。

● 目前已在多家国内企业试用

MBIST

● 支持多种存储类型；支持MBIST电路生成和插入；支持多种测试算法；支持算法可编程；支持测试向量自

动生成；支持故障诊断；支持多种修复方案。

● 目前已形成销售订单

LBIST

● 通过内部的测试激励产生、测试观测校验等技术，实现高测试覆盖率；支持压缩和低功耗，降低测试翻转

率、提升测试效率。

● 目前已形成销售订单

JTAG

● 根据IEEE�1149.1和IEEE�1149.6标准，实现边界扫描技术，具备JTAG电路生成与测试向量生成的功能。

● 目前已在多家国内企业试用

IJTAG

● 根据设计电路的配置文件，IP的ICL接口约束库文件以及PDL物理设计库文件， 快速生成目标电路的测试

向量；支持符合IEEE�1687标准的测试访问网络，并兼容IEEE�1149.1�、IEEE�1500�、IEEE�1838。

● 目前已形成销售订单

Yield�Analysis

● 提供最具价值的测试/诊断数据分析方法，包含晶圆图分析、基础数据相关性分析、逻辑故障分析和存储分

析功能，有效支撑良率爬坡目标达成。

● 目前已在多家国内企业试用

SAFA

功能安全系列软件

FS

● 基于数字电路的故障注入仿真器，在对内置安全机制诊断覆盖率指标进行验证或者最终签核，确保满足芯

片的功能安全要求。

● 目前已在多家国内企业试用

2、半导体大数据分析与管理系统

随着集成电路集成度的提高和工艺节点的演进，芯片从设计、制造到封装测试各环节数据规模快速增大，使得端到端全产业链的数据分析显得尤为关

键，如何关联整合该等数据，并从中挖掘出真正的价值，从而实现加快产品开发、成品率提升以及量产管理，成为了行业面临的重要挑战。

半导体大数据分析与管理系统应用场景

广立微DATAEXP系列软件能够覆盖集成电路芯片产品设计与制造全生命周期数据管理和分析，如测试芯片分析、成品率分析、产线数据管理分析、缺

陷管理分析、车规标准管控、制造过程数据分析等，运用了人工智能和机器学习等先进计算机技术，能够对海量数据进行高效的关联解析，快速准确地识别

定位良率问题，从而帮助用户及时采取措施，提前应对潜在风险，加速良率提升，保障产品良率的稳定性。同时，DATAEXP系列产品还能够与公司的EDA产

品、WAT测试设备之间相互赋能，提供完整先进的良率提升解决方案。

半导体大数据分析与管理系统产品图

2024年，公司半导体人工智能应用平台INF-AI正式发布，且已被多家客户引入使用，以AI赋能设计与制造；SemiMind半导体大模型平台正式推出，融

合知识库和智能体技术，促进知识沉淀复用，降低用户使用门槛，大幅提升研发效率；半导体离线大数据分析系统已完整布局并持续迭代升级，技术达国际

领先水平，DE-YMS、DE-DMS等产品取得规模订单；半导体在线大数据分析系统研发稳步推进，已在晶圆厂量产线试运行，助力集成电路实现高质量的智

能制造；半导体通用数据分析软件DE-G功能逐步打磨成熟，成功替代国际通用统计分析软件，应用客群规模显著提升。

产品类型 产品名 介绍

通用半导体数据分

析软件

DATAEXP-General

（简称 DE-G）

● 通用数据分析软件，广泛应用于集成电路设计、制造、封测及下游电子企业

● 软件集成了可靠性模块、DOE设计与优化、各种假设检验、线性非线性模型、常用分类聚类算法等众

多统计建模方法

● 软件通过丰富、便捷的数据可视化手段，灵活的数据交互功能以及一系列数据处理算法，加上为半导

体分析量身定做的数据解析和展示功能，帮助用户在更短的时间内，对数据各个维度进行分析，找出问题的根

本原因

● 2024年发布DE-G2.0新增多个统计模块功能，整体效能大幅提升，重点客户使用人数呈指数级增长

Testchip测试 数 据

分析系统

DATAEXP-MATRIX

（简称 MATRIX）

● 测试数据分析系统，用于分析电性测试数据

● 可将大量设计 DOE�信息与电性测试数据相结合，通过数据建模快速找到缺陷多发的 IC�设计版图模

式，呈现各个制程节点的工艺窗口，有效可靠地筛选最优的工艺条件和参数

● 2024�年底完成产品重塑， 升级扩展为更灵活的分析工具，可与其它线上、线下的数据结合，进行联动

分析

RF数据分析软件

DATAEXP-RF

（简称 DE-RF）

● 简洁、快速的RF数据分析软件

● 支持多种RF数据文件的上传、解析和处理，可基于源数据和处理后的数据，利用分析模块的可视化图

表实现数据的直观展现与多维度对比，帮助用户从海量数据中快速挖掘价值

半导体制造全流程

数据管理分析系统

DATAEXP-YMS

(简称 DE-YMS)

● 集成电路生产制造过程中的 CP、FT、WAT、Inline、Defect、WIP�等多类型数据智能化分析系统， 为客户提

供“一站式”数据分析管理平台

● 系统通过特有的算法支持和合理的数据处理流程，帮助快速完成底层数据清洗、连接、整合工作，为

Fab�和 Fabless�企业提供数据管理、良率分析、低良率成因下钻等分析

● 2024年 发布了DE-YMS2.0， 5月公司在原有DE-YMS基础上， 推出了针对设计公司的轻量级

DE-YMS�Lite方案，增加了AEC-Q100汽车电子芯片分类、良率数据多维度监控及预警、测试分析及重测复

测分析、测试问题预警等模块

缺陷管理分析系统

DATAEXP-DMS

(简称 DE-DMS)

● 缺陷管理分析系统， 通过收集检测机台的缺陷数据及图片， 针对这些数据进行快速分析、 分类， 并结合

DE-YMS�良率分析系统查找缺陷形成的根本原因

● 产品基于前沿的机器学习技术，具备晶圆缺陷高识别精度和快速部署能力，依靠分布式系统的强大计

算能力，结合简洁易用的界面，用户可以轻松高效地检索、查验、分类缺陷数据，快速、全面、系统地查找缺陷来

源，并预测良率

● 2024年公司发布了DE-DMS2.0，目前该工具已在多家晶圆厂长期稳定运行

设备监控系统

DATAEXP-FDC

(简称 DE-�FDC)

● 设备监控系统，通过收集工厂中的各种设备的传感器数据、 Event�Report（事件报告） 数据和机台的预警

数据，并对这些数据进行分析，施以各种模型和规格限制，从而探测工艺过程中的异常

● 提供了丰富的数据采集计划和灵活的数据分析计算模型，具有高可用、高并发、可扩展的特性，并保障

了实时数据流稳定的分析计算

● 2024年底该产品已在晶圆厂量产线正式运行 ，能够支持2000台以上的机台接入

统计过程控制系统

DATAEXP-SPC

（简称DE-SPC）

● 统计过程控制系统，通过收集Inline、Defect、WAT等数据，并对参数配置各类图形和规则，帮助客户实时

监测生产过程的异常和稳定性

● 支持多样化数据采集、批量模型配置、多维度报表分析，构造了高效的全闭环品质管理系统

● 2024年底该产品已在晶圆厂量产线试运行

工业智能化集成解

决方案

INFINITY-AI

（简称INF-AI）

● 半导体大数据分析与管理的开放式机器学习平台，包括ADC、LLM、WPC等子模块

● 可接入晶圆生产制造过程中的任意程序和任意产品，支持用户管理数据，一键训练、评测、部署模型，

旨在为半导体制造业的AI赋能提供一站式数据解决方案

● 2024年5月INF-AI正式发布，目前格科微等多个客户已引入INF-AI系统，为设计制造注入了AI动力，

提升产品良率

自动缺陷分类系统

INFINITY-ADC

（简称INF-ADC）

● 缺陷自动分类系统，对检测机台的缺陷数据及图片进行快速分类

● 该系统基于前沿的人工智能视觉技术，具备晶圆缺陷高分类精度和快速部署能力，并能与 DE-DMS�

深度配合，拥有持续学习的能力，实现缺陷的智能化、高精度地打标分类，并根据分类结果追溯影响良率的因

素

晶圆缺陷图案分析

系统

INFINITY-WPA（简称

INF-WPA）

● 晶圆图案分析系统，利用最前沿的深度学习技术，对海量的晶圆图进行图案分类，聚类，匹配等，快速定位

异常来源、提高产品良率

● 支持Wafer�Pattern（晶圆图形）快速自动分类

● 支持和DE-DMS/DE-YMS系统融合，提供特色的AI晶圆分析服务

● 兼容各种数据，支持跨模组的Wafer�Pattern分析

智能良率、品质异常

检测及报警系统

DATAEXP-Alarm（简称

DE-Alarm）

● DE-Alarm系统是为提升半导体制造质量? 设计的关键解决? 案。 系统能实时或近实时自动报警 WAT、

CP、FT、SLT的良率、参数异常和质量问题，可与客户ERP/MES系统对接处置Lot（批次）流程,�确保问题高效

追溯避免有缺陷的产品在出货前被拦截，助于减少退货、换货、报废、返工和时间成本，帮助客户预计节省大量

成本

● 2024年DE-Alarm的核心流程开发验证已完成，取得多家客户的销售订单

半导体大模型平台 SemiMind

● 半导体大模型平台，深度融合知识库与智能体大模型技术，打造开放、灵活、可扩展的智能研发生态系统

● 支持知识库的创建，挖掘行业工艺流程、文档及相关信息化知识完成知识沉淀

● 支持无代码构建半导体专家智能体

● SemiMind已成功接入DE-G和INF-AI产品，获得多家客户认可；同时公司内部也发布了编程助手，

助力研发提质提效

3、晶圆级电性测试设备

公司以集成电路先进制程研发和量产过程中对于高效率高精度的电性检测需求为突破口，经过多年的研发积累和产品迭代，自主研发出能够应用于芯

片制造的工艺开发和量产线的晶圆级WAT电性测试设备。该设备自2020年开始实现稳定量产后，已成功进入多家海内外领先的芯片设计类企业、代工制造

类企业、垂直整合制造类企业和研发实验室。 为满足不同晶圆厂对设备功能和性价比的需求，公司又优化升级并推出了新一代通用型高性能半导体参数测

试机（T4000型号）、搭载自研高性能矩阵开关构架的半导体参数测试机（T4000� Max），并协同开发了可靠性测试分析系统（Wafer� Level� Reliability，

WLR）等功能，将设备从WAT测试扩展至WLR及SPICE等领域。 公司测试设备类产品包含：

类型 产品型号 介绍

晶圆级WAT测

试设备

T4000系列

● 通用型WAT测试设备，适用于大部分WAT电性测试场景

● 可覆盖LOGIC、CIS、DRAM、SRAM、FLASH、BCD等产品的测试需求，支持第三代化合物半导体（SiC/GaN）的

参数测试；相比市场上同类设备，T4000�系列测试每片晶圆所需的时间大幅度缩短，具有精度高、速度快、灵活配置的特

点，具备完善的自检和自校准功能，实现多个 Module（模块）并行测试；优化设计后的T4000机型具有更优秀的架构设

计和很高的性价比，更适合对成本较为敏感的 8�英寸及以下产线

● 2024年公司推出T4000�Max半导体参数测试机，采用了协作研发的高性能矩阵开关构架，具有精度高、速度快、

配置灵活等特点，适用于工艺研发、晶圆级可靠性、量产WAT等多种测试场景

T4100S系列

● 并行测试设备，适合先进工艺中更繁杂多样的测试要求

● 在测试精度相当的前提下，通过软硬件协同实现动态分组测试和更智能的人机交互等功能，测试效率更高；与同

类型机台相比较，在测试精度满足量产WAT测试需求的前提下，测试效率是其 1.4~5�倍，特别是在先进工艺下，测试效

率随着版图的优化能够进一步提升；该系列机型在产业化系统整合和测试标准上更具优势，常被用于测试量较大且对测

试效率要求较高的12�寸晶圆厂

可靠性WLR设备

● 可靠性测试设备，适合WLR及SPICE领域

● 能够兼容搭载可靠性WLR，支持异步或同步并行测试，并通过与测试软件应用结合，定制化算法和数据格式，实

时显示测试数据图像，大幅度提升测试效率，满足汽车电子、新能源等芯片对该方向大量的测试需求

工艺开发测试设备

● 工艺开发测试设备，适合研发阶段电性测试

● 工艺开发阶段，待测器件数量较多，对于测试速度要求较高，公司测试机可以实现单条Module�（模块） 或多条

Module同时扎针的并行测试，测试速度大幅提升；可与公司可寻址测试芯片设计方案协同，大幅度提升测试效率，快速

定位到器件或工艺问题

广立微晶圆级电性测试设备样机（搭配探针台）

4、软件开发技术服务

（1）集成电路良率提升技术服务

一般集成电路工艺的生命周期大致包括早期开发、产品导入和量产环节，集成电路制造企业在每个环节不仅需要提升各工艺步骤及产品的成品率，完

成PDK的建立、验证和产品性能的持续优化，同时还要保证产品的可靠性和制造过程的稳定性。 公司的成品率提升技术服务可以针对工艺开发及量产每个

阶段的任务、要求和侧重点，设计定制化的测试芯片、测试并分析反馈，保证客户能够在开发项目全流程中，有针对性的解决问题，协助客户快速完成工艺开

发和尽早进入量产阶段，并能够在量产阶段进行高效的生产过程监控，保障成品率与产品品质。 2024年公司中标国内外多家客户良率提升项目，良率提升

技术服务在多客户、多节点铺开，能力和潜力得到客户认可。

公司的成品率提升技术服务包括技术开发服务和测试服务两大类：

① 技术开发服务：利用公司软硬件一体化的产品解决方案，以及人员的开发经验，为晶圆厂提供从测试芯片设计、电性数据测试到整体数据分析的一

站式服务；

② 测试服务：利用公司的晶圆级测试设备对客户的测试芯片或晶圆测试结构进行测试，并提供相应的分析服务。

集成电路良率提升开发服务流程示意图

（2）可测试性（DFT）设计技术服务

DFT设计技术服务会根据具体芯片的具体特点，利用公司自研的DFT设计工具为客户提供从DFT架构定义、DFT设计实现到量产支持全流程DFT设计

服务，并且在芯片量产阶段提供DFT量产支持，以帮助客户缩短设计周期，降低设计风险，提高芯片量产良率。

一站式DFT设计流程示意图

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

2024年末 2023年末 本年末比上年末增减 2022年末

总资产 3,406,483,088.04 3,545,378,296.20 -3.92% 3,512,174,872.53

归属于上市公司股东的净资产 3,141,862,277.96 3,254,831,414.47 -3.47% 3,185,708,988.64

2024年 2023年 本年比上年增减 2022年

营业收入 546,866,760.79 477,615,800.01 14.50% 355,599,824.19

归属于上市公司股东的净利润 80,268,462.17 128,803,163.18 -37.68% 122,322,713.76

归属于上市公司股东的扣除非经常性

损益的净利润

58,420,273.71 109,945,771.66 -46.86% 102,663,521.33

经营活动产生的现金流量净额 46,901,435.43 -212,239,078.36 122.10% 199,018,744.75

基本每股收益（元/股） 0.40 0.64 -37.50% 0.73

稀释每股收益（元/股） 0.40 0.64 -37.50% 0.73

加权平均净资产收益率 2.52% 4.02% -1.50% 9.21%

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

营业收入 43,904,608.50 127,871,332.12 115,545,598.64 259,545,221.53

归属于上市公司股东的净利润 -22,898,502.48 25,434,680.87 5,173,520.16 72,558,763.62

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -25,414,657.17 21,889,068.38 191,417.23 61,754,445.27

经营活动产生的现金流量净额 -84,126,640.15 3,088,737.88 39,189,902.93 88,749,434.77

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东

总数

24,889

年度报告披

露日前一个

月末普通股

股东总数

24,681

报告期末表

决权恢复的

优先股股东

总数

0

年度报告披露日前一个月

末表决权恢复的优先股股

东总数

0

持有特别表

决权股份的

股 东 总 数

（如有）

0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

持有有限售条件的股份数

量

质押、标记或冻结情况

股份状态 数量

杭州广立微股权投资

有限公司

境内非国有

法人

16.60% 33,242,812.00 33,242,812.00 不适用 0.00

杭州广立共创投资合

伙企业（有限合伙）

境内非国有

法人

11.86% 23,744,867.00 23,744,867.00 不适用 0.00

史峥 境内自然人 8.18% 16,383,957.00 12,287,968.00 不适用 0.00

郑勇军 境内自然人 6.01% 12,042,432.00 12,042,432.00 不适用 0.00

北京武岳峰中清正合

科技创业投资管理有

限公司－北京武岳峰

亦合高科技产业投资

合伙企业（有限合伙）

境内非国有

法人

5.24% 10,504,054.00 0.00 不适用 0.00

杭州广立共进企业管

理合伙企业 （有限合

伙）

境内非国有

法人

3.44% 6,891,892.00 6,891,892.00 不适用 0.00

杨慎知 境内自然人 2.96% 5,936,215.00 4,452,161.00 不适用 0.00

严晓浪 境内自然人 1.92% 3,855,000.00 0.00 不适用 0.00

上海建合工业软件合

伙企业（有限合伙）

境内非国有

法人

1.87% 3,738,696.00 0.00 不适用 0.00

华芯投资管理有限责

任公司－国家集成电

路产业投资基金二期

股份有限公司

其他 1.72% 3,448,275.00 0.00 不适用 0.00

上述股东关联关系或一致行动的说明

1.杭州广立微股权投资有限公司和公司的员工持股平台杭州广立共创投资合伙企业（有限合伙）、杭州广立共进企业管

理合伙企业（有限合伙）系受公司实际控制人郑勇军先生控制的主体。

2.北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙）、上海建合工业软件合伙企业（有限合伙）和公司非前十

大股东常州武岳峰桥矽实业投资合伙企业（有限合伙）系同受潘建岳先生和武平先生控制的企业。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。
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